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１．概要（Summary） 

弊社では、超音波カッティング装置を製作しており、 

その装置を使って半導体サンプルを切断し、 

切断面の状態の観察を行なった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  走査電子顕微鏡 

 

【実験方法】 

超音波カッティング装置を使用し、フリップチップﾟの 

切断を行ない、超音波による効果・影響確認の為、 

接合状態を操作電子顕微鏡にて観察をおこなった。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

走査電子顕微鏡の観察の結果、ミリング等の 

処理なしに、超音波カッティングのみでフリップ 

の接合状態が十分観察できることがわかった。 

 

 

 

Fig. 1 Flip chip SEM photograph by ultrasonic cutting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Appearance of ultrasonic cutting device 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 

 


